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{57) Die Erfindung betrifft eine Vakuumspanneinrichtung zum
Transportieren von Halbleiterscheiben und wird in einrer Justier= und
Belichtungseinrichtung auf dem Gebiete der fotollthograflschen
‘Ausriistung benutzt. Das Ziel der Erfindung besteht in der Erhdhung -
der Zuverldssigkeit des Transportes vorpositionierter
Halbleiterscheiben. Aufgabe der Erfindung ist es, die
Halbleiterscheiben in definierter Lage auf einem Transportmittel
fur die Dauer der Transportbewequng festzuspannen, wobei durch
Einsatz einer hochelastischen Beriihrungsdichtung eine sichere
Dauverfunktion gewdhrleistet ist. E*flndungsgemas weisen die ebenen
Auflageflidchen flir die Halbleiterscheiben in den Ansaugdffnungen
stufenférmige Einsenkungen auf, in deren unteren Teil der
tiefliegende Dichtungsring einer Beriihrungsdichtung derart
eingesetzt ist, da8 ihre trichterfdrmig ausgebildete Dichtungslippe
um einen definierten Betrag iliber die Auflagefldche hinausragt. Bei
Aufliegen von Halbleiterscheiben auf den Dichtungslippen und
gleichzeitigem Saugzug werden der obere Teil derselben in den
-oberen Teil der Senkungen berunrungu“rel verlagert. — Fig.1 und 2 =
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Vakuumspanneinrichtung zum Transportieren von
Halbleiterscheiben ‘

~ Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vakuumspanneinrichtung zum zeit+‘
weisen Halten von Halbleiterscheiben in definierter lage,
ingbegondere auf einer Transporteinrichtung, deren zugleich

als Bezugsebene dienende Fléclen eine ebene Oberfléche auf-~

weisen,
Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Es ist eine Vorrichtung zum Beladen und Entladen von auf
einer Vorratsplatte pogitionierten Halbleiterscheiben mit
Hilfe einer beweglichen Trangporiplatte auf parallele Flé~
chen in einer Rundtischschleifmaschine bekannt, bei der
die bewegliche Transportplatte an ihrer Unterseite mit einer
Anzahl von Ansaugdiisen aus elastischem Material ausgestat~
tet ist. Bei Zufiihrung von Vakuum werden die Halbleiter-
acheiben 'sn ihrer Oberseite von den Ansaugdiisen angesaugt
und solange festgehalten, bisfdiese nach vollzogener Trang~
portbewegung durch Uberdruckzufithrung auf die vorgesehene
Fléche in der Bearbeitungsmaschine abgesetzi werden. Der
ficktransport der bearbeiteien Ronden auf die Vorrats-
platte erfolgt in gleicher Weise, wobei jedoch durch die
Beriihrung der Ansaugdiise und durch die Druckliuft auf der
gegchliffensn Oberseite der sehr schmutzempfindlichen
Halbleitergcheiben entsprechende Verunreimigﬁngen unver-

meidbar sind.
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In einer anderen bekannten Pogitionier~ und Belichtungs-
eihrichtung-fﬁr Halbleiterscheiben ist daher ein in Rich=-
 tung der Arbeitsstation verschiebbarer Iréger vorgesehen, »
en dem Biigel befestigt sind, die an ihrer offenen unteren
Seite nach innen abgewinkelte, in einer Ebene liegende
Aufnahmeschenkel aufweigen. Die genannte Ebene wird dabel
‘durch die Oberseite der mit Ansaugtffnungen versehenen
und als Auflagefléche der Halbleiterscheiben dienenden
geldppten Aufnahmeschenkel gebildet. Die Halbleiterschei-
ben~werden durch die mit Vakuum beaufschlagten Ansaugtff~
nungen an ihrer Unterseite angesaugt und damit plan auf
die Aufnahmeschenkel fegtgespannt. Derartige Vakuumspann-
einrichtungen haben den Vorteil, daf die mit Fotolack
beschichteten Flédchen derx Halbleiterscheiben beim Auf=-
gpannprozeB unberiihrt und damit sauber und unbeschédigt
bleiben. Sie sind aber andererseits dann auch storan~ -
fallig, wenn Halbleiterscheiben fegtgehalten beziehungs~
weigse befordert werden sollen; die durch vorhergegangene
thermische Bearbeitungsstufen ihre bis dahin ebene Form
eingebiiBt haben, so daB der eingeleitete Saugzug unwirk-
pam bleibt, wodurch die Scheibe aus ihrer definierten
Lage verschoben oder gegebenenfalls gar nicht weiter trans-
- portiert wird.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, die ZuverlHssigkeit der Vakuum-~
gpanneinrichtung zu erhdhen und auch die durch thermische

Bearbeitung leicht deformierten Halbleiterscheiben exakt

zu transportieren, um damit zugleich eine Senkung der Aus~
gchuquote zu erreichen,

Wesen der Erfindung
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vakuumspanne

 einrichtung zum zeitweisen Festhalten von Halbleiterschei~
‘ben in definierter Lage auf einem Transportmittel derart
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auszubilden, daB eine der ruhend aufeinander liegenden
Fldchen zugleich als Bezugsebene dient und daher eine
moglichst ebene Oberfléchenstruktur aufweist, und daB
weiterhin eine sichere Dauerfunktion durch den Einsatz
einer Hochelastischen verformbaren Berilhrungsdichtung
gewdhrleistet ist. '

Merkmale der Erfindung

Erfindungsgemﬁﬁ gind in die zu den ebenen Auflagefléchen
genkrecht verlaufenden Ansgugoffnungen stufenftrmige
Senkungen eihgebracht. In den unteren Tell jeder Senkung
ist eine Berilhrungsdichtung mit ihrem tiefliegenden
Dichtring derart eingesetzt, daBl ihre irichterftrmig
nach auBen und oben ausgebildete Dichtungslippe um

einen Abstand a iiber die Auflageflédche hinausragt, und
daB ferner die Dichtungslippe beim Afufliegen einer Halb~
leiterscheibe und gleichzeitig‘ﬁber eine Vakuumzuleitung
wirkenden Saugzug in den oberen Teil der Senkung beriih-
rungsfrei verlagert wird..In weiterer Ausbildung der
Erfindung ist eine Hiilse mit einseitigem Bund zum Fest-
legen des Dichtungsringes im unteren Teil der Senkung
derart zur Auflagefldche eingesetzt, daB sowohl eine
Verbindung vom Innenraum der Dichtungslippe zur Vakuum~
 zufilhrung besteht als auch ein Abstand b zwischen der
Bundoberseite und der Auflagefléche einstellbar und durch
einen quer zur Hiilse eingeschraubten Gewindestift fixier-~
bar ist.

Augfithrungsbeispiel
Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfithrungsbei-
spiel néher erléutert werden, In der zugehilrigen Zeichnung.

zeigens

Fig. 1: eine Seitenansicht der Auflagefléche mit einge~
setzter Beriihrungasdichtung
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Pig. 2: eine Seitemansicht der Vakuumspanneinrichtung
mit aufgespannter Halbleiterscheibe.

In Fig, 1 und 2 der Zeichnung ist jeweils nur ein Teil
eines rach innen abgéwinkelten Aufnahmeschenkels fiir Halb~
leiterscheiben im Schnitt dargestellt. Wie'ersichtlich,
ist die Oberseite desselben mit einer ebenen Auflagefléiche
1 vergsehen, in der sich die Ansaugtffnung einer senkrech-
ten Bohrung 2 befindet, die mit einer waagerecht dazu ver-
laufenden Bohrung 2! als Vakuumzufﬁhrungvin Verbindung
steht. Die Angaugbffnung ist durch eine stufenfdrmige Sen~
kung 3 erweitert, in deren unteren Teil 3' eine Berilhrungs~
dichtung mit ihrem tiefliegenden Dichtungsring 4' einge~
sétzt igt, Die triéhterfﬁrmig nach guflen und oben ausge~
bildete Dichtungslippe 4 fagt dabei mit ihrem oberen Rand
um einen Abstand a von ca. 0,2 mm iiber die Auflagefl#che 1
hinaus. Ferner ist in die senkrechte Bohrung 2, deren
Durchmesser mit dem Innendurchimesser des Dichtungsringes
4! iibereinstimmt, eine Hiiise 5 mit Bund 5' von oben der—
art eingesetzt, daf ein Abstand b von der Auflagefléche 1
bis zur Oberseite des Bundes 5' eingtellbar ist, um die
wirksame Angaugfléche zu vergrioBern. |

Die Sicherung des Festsitzes deg Dichtungsringes 4' und
die Einhaltung des Abstandes b ist durch einen quer zur
Hiillgse 5 eingeschraubten Gewindestift 6 gewthrleistet,

Zum Vermeiden von Leckverlusten ist der Gewindestift 6
nach auBen mit einer Dichtmasse 7 verschlossen. Nach Auf-
legen einer Halbleiterscheibe 8 auf die trichterformige
Dichtungslippe 4 und gleichzeltigenm Saugzug iiber die
wéagerechte Bohrung 2', den Hohlraum der Hilse 5 und der
Dichtungglippe 4 wird der obere hochelastische Teil der-
‘gelben in den oberen Teil der Senkung 3 berilihrungsfrel
verlagert, Somit wird die Halbleiterscheibe 8 beziehungs-
weise ihre Untergeite durch den &uBeren Luftdruck exakt
gegen die Auflagefléche 1 gepreft. Auch bel Zufihrung von
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leicht gekriimmten Halbleiterscheiben ermtglichi diese
Vakuumspanneinrichtung noch ein sicheres Festspannen
ohne Bruchgefahr, wodurch schlieS8lich ein hohes Trans~
poi"‘cvolumen bei gleichzeltiger Senkung der AusschuB-
quote erzielt wird., '



—6- 211 216

 Erfindungsanspruch

1.

Vakuumspanneinrichtung zum zeilweisen Halten und
transportieren von Halbleiterscheiben in definierter
Lage auf mit Vakuumzufilhrungen und Ansaugoffnungen

: verséhenen,'abstandsweise parallel verlaufenden Auf-

2.

lageflédchen, gekennzeichnet dadurch, daB bekamnter-~
weise die Auflageflichen(1) senkrechte Bohrungen (2)
aufweisen, die mit waagerechten Bohrungen (2') als

‘Vakuumzufithrung in Verbindung stehen, daB ferner in

die Angsaugdffrnungen stufenfirmige Senkungen (3) ein~
gebracht sind, in deren unteren- Teil (3') eine Be~
rilhrungsdichtung mit ihrem Dichtungsring (4') derart

eingesetzt ist, daB ihre trichterférmig nach auBen

und oben ausgebildete Dichtungslippe (4) um einen Ab-
stand (a) iiber die Auflagefléche (1) hinausragt, und
daB bei Aufliegen einer Halbleiterscheibe (8) und
gleichzeitigem Saugzug iiber die Vakuumzufithrung der
obere Teil der Dichtungslippe (4) in den oberen Teil
der Senkﬁng (3) berthrungsfrei verlagert iste

Vakuumspanneinrichtung zum zeitweisen Halten und Trans-
portieren von Halbleiterscheiben nach Punkt 1, gekenn-
zeichnet dadurch, daB eine Hiilse (5) mit einseitigem
Bund (5') zum Festlegen des Dichtungeringes (4') im
unteren Teil (3') der Senkung (3) derart zur Auflage-
fléche (1) eingesetzt ist, daB sowohl eine Verbindung
von der waagerechten Bohrung (2') iiber den Hohlraum

der Hiilse(5)zun Innenrsum der Dichtungslippe (4) be~

-steht als auch ein Abstand (b) zwischen der Auflage~

fliche (1) und der Oberseite des Bundes (5%) einstell~
bar und durch einen quer zur Hilse (5) eingeschraub-
ten Gewindestift (6) fixierbar ist.

Hierzu /f Seite . Zeichnung .
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